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CARTE A PUCE ET PROCEDE DE FABRICATION.

La présente invention se rapporte au domaine technique des modules

électroniques, aux procédés de fabrication d’un module électronique, ainsi qu’aux

dispositifs électroniques, en particulier aux cartes a puce, comportant au moins un
module électronique. Plus précisément, [’invention se rapporte aux modules

¢lectroniques sécurisés.

De fagon générale, les modules électroniques sont formés par un film support
diélectrique sur lequel est laminée une couche métallisée. Sur la face opposée a la
couche métallisée est collée une puce électronique connectée a différentes zones de la
couche métallisée.

Dans un dispositif électronique, le module électronique est collé dans une cavité
prévue a cet effet dans le corps du dispositif.

Ce genre de module électronique trouve application notamment dans les cartes a

puces.

Généralement, afin de protéger la puce électronique ainsi que ses connectiques
la reliant aux différentes zones de la couche métallique, une encapsulation est réalisée
par moulage d’une résine protectrice sur le module électronique. Cette encapsulation est
habituellement réalisée en résine époxy ou composants de moulage époxy (Epoxy Mold
Compound ou EMC) qui sont de couleur foncée. Les corps de carte dans lesquels sont
implantés les modules électroniques sont quant a eux généralement réalisés en matiére
plastique de teinte claire, ce qui conduit par contraste a une visibilit¢ du module

¢lectronique au travers du corps de carte.

Dans le domaine des cartes a puce haut de gamme, le fait que le module
électronique soit visible au travers de la carte n’est pas accepté pour la
commercialisation. Il existe cependant des EMC de couleur claire qui seraient invisible
au travers de la carte, cependant ces derniers sont trés couteux et difficiles a mettre en

ceuvre. En effet, ces EMC ont tendance a adhérer au moule et il est nécessaire d’arréter
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fréquemment la chaine de production pour nettoyer le moule, augmentant de fait les

cofits.

Le probléme de visibilit¢ du module électronique au travers du corps de carte

. pourrait également étre évité par I’apposition d’une couche de personnalisation sur le

dos de la carte a puce, rendant de fait invisible le module électronique. Cependant, pour
certains types de cartes sécurisées, le dos de la carte est recouvert d’une couche de
sécurité transparente sur laquelle n’est appliquée aucune couche opaque afin justement

de garantir la sécurité de la carte.

Un des buts de la présente invention est donc de remédier au moins
partiellement aux inconvénients de ’art antérieur et de proposer une carte & puce ainsi
que son procédé de fabrication permettant une invisibilité du module électronique au

travers de la carte.

Ainsi, la présente invention concerne une carte & puce comportant un corps de
carte et un module électronique placé dans une cavité du corps de carte et comportant en
outre au moins une couche colorée placée entre le module €lectronique et le fond de la

cavité du corps de carte.

Selon un aspect de I’invention, la couleur de la au moins une couche colorée est

identique a la couleur du corps de carte.

Selon un autre aspect de I’invention, le module électronique comporte une résine

de protection et au moins une couche colorée est portée par ladite résine de protection.

Selon un autre aspect de I’invention, au moins une couche colorée est portée par

le fond de la cavité du corps de carte.

Selon un autre aspect de I’invention, la au moins une couche colorée est réalisée

par impression d’une encre.
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La présente invention concerne également un procédé de fabrication d’une carte
a puce comportant un corps de carte et un module électronique placé dans une cavité du
corps de carte, caractérisé en ce que ledit procédé de fabrication comporte au moins une
étape d’application d’au moins une couche colorée entre le module électronique et le

5  fond de la cavité du corps de carte.

Selon un aspect du procédé selon I’invention, au moins une étape d’application

de la au moins une couche colorée est réalisée sur le fond de la cavité du corps de carte.

10 Selon un autre aspect du procédé selon I’invention, le module électronique
comporte une résine de protection et la au moins une étape d’application de la au moins

une couche colorée est réalisée sur ladite résine de protection.

Selon un autre aspect du procédé selon 1'invention, 1’étape d’application de la au
15 moins une couche colorée est réalisée lors du procédé d’encapsulation, entre une étape
d’encapsulation du module électronique et une &tape de contrdle dudit module

électronique.

Selon un autre aspect du procédé selon I’invention, 1’étape d’application de la au

20  moins une couche colorée est une étape d’impression d’une encre.

Selon un autre aspect du procédé selon l’invention, 1’étape d’impression est

réalisée par tampographie.

25 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement
a la lecture de la description suivante, donnée a titre d'exemple illustratif et non

limitatif, et des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 montre une représentation schématique en coupe d’un module

électronique inséré dans un corps de carte,

30 - la figure 2 montre un organigramme des différentes étapes d’un procédé de

fabrication d’un module électronique et d’une carte a puce.
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Les éléments identiques sur toutes les figures sont indiqués par les mémes

numéros de références.

La figure 1 montre une représentation schématique en coupe d’un module
¢électronique 1 inséré dans un corps de carte 15. Le module électronique 1 comporte un
film support dié¢lectrique 3 ayant au moins une zone de contact ¢lectrique S sur une face,
et ayant sur la face opposee une puce électronique 7 reliée a ladite au moins une zone de
contact électriqﬁe 5 par des connectiques 9 passant par des orifices 11 au travers du film
support 3, ladite puce électronique 7 et les connectiques 9 étant recouvertes par une

résine de protection 8 par exemple de type époxy.

Le corps de carte 15 comporte quand 2 lui une cavité 17 dans laquelle est placé
le module électronique 1 de telle sorte que la face portant la zone de contact électrique 5
est orientée vers ’extérieur de la cavité 17. Le module électronique 1 est généralement

maintenu a 'intérieur de la cavité 17 au moyen d’adhésif (non représenté).

Entre la résine de protection 8 et le fond de la cavité 17 du corps de carte 15 est
placé au moins une couche colorée 13. Cette couche colorée 13, de méme couleur que le
corps de carte 15, est suffisamment opaque pour diminuer la visibilit¢ du module
électronique 1 au travers du corps de carte 15. En effet, les résines de protection 8
utilisées pour recouvrir la puce électronique 7 et ses connectiques 9 sont généralement
de couleur sombré;, alors que le corps de carte 15 est de couleur claire. L’addition d’au
moins une couche colorée 13 entre ces éléments permet ainsi de camoufler la couleur de
la résine de protection 8 et donc de dissimuler la présence du module élecktronique 1 au

travers du corps de carte 15.

Une couche colorée 13 peut étre portée par le module électronique 1, plus
précisément par la résine protectrice 8 de ce dernier, par le fond de la cavité 17 du corps
de carte 15 ou encore par les deux en méme temps si plusieurs couches colorées 13 sont

présentes entre le module €lectronique 1 et le fond de la cavité 17. Dans I'exemple
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présenté par la figure 1, une seule couche colorée 13 est présente entre la résine de

protection 8 et le fond de la cavité 17 du corps de carte 15.

Cette couche colorée 13 est préférentiellement réalisée par impression d’une
encre opaque, classiquement utilisée dans le domaine des cartes a puces et de couleur
identique au corps de carte et formant une couche d’épaisseur de I'ordre de 10 4 15 pm.
Dans le cas ou une couche colorée 13 est portée par la résine protectrice 8, I'encre
utilisée est une encre connue de "homme du métier et qui peut adhérer a la résine de
protection 8. Dans le cas ou une couche colorée 13 est portée par le fond de la cavité 17,
’encre utilisée sera alors une encre connue de 1’homme du métier qui peut adhérer 4 la

matiére dans laquelle est réalisée le corps de carte.

La figure 2 montre un organigramme d’un procédé de fabrication d’une carte a
puce comportant un module électronique 1 placé dans une cavité 17 d’un corps de carte
15 et comportant au moins une couche colorée 13 placée entre la résine de protection 8

du module électronique et le fond de la cavité 17 du corps de carte 15.

Les premiéres é&tapes 100 et 200, connues de I’homme du métier, sont

respectivement des €tapes de fourniture des éléments constituant la carte & puce finale.

Il s’agit d’une étape 200 de fourniture d’un module électronique 1 comportant

‘un film support diélectrique 3 ayant au moins une zone de contact électrique 5 sur une

face, et ayant sur la face opposée une puce électronique 7 reliée a ladite au moins une
zone de contact électrique 5 par des connectiques 9 passant par des orifices 11 au
travers du film support 3 et d’une étape 100 de fourniture d’un corps de carte 15
comportant une cavité 17. Généralement, ces fournitures d’éléments se font sous forme
de bobines et font partie du procédé de fabrication standard connu de ’homme du

métier.
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Suite a I’étape de fourniture 200 du module électronique 1, un procédé
d’encapsulation 210 classique et connu de ’homme du métier est réalisé sur le module

électronique 1.

Ce procédé d’encapsulation 210 peut comporter notamment une étape
d’encapsulation 202 réalisée sur le module électronique 1. Cette étape consiste en une
application de résine de pfotection 8 sur le module électfonique 1, par exemple au
moyen d’un moule venant recouvrir la puce électronique 7 et ses connectiques 9 et dans

lequel est injecté une résine époxy.

Suite & I’étape d’encapsulation 202, une étape de contrdle 206 du module
¢lectronique 1 est réalisée. Cette étape est une étape classique dans un procédé
d’encapsulation et sert essentiellement a vérifier visuellement la qualité de

I’encapsulation.

Intercalée entre I’étape d’encapsulation 202 et I’étape de contréle 206, une étape
supplémentaire d’application 204 d’une couche colorée 13 sur la résine de protection 8
est réalisée. Cette étape d’application 204 consiste notamment en une application sur la
résine de protection 8 d’une couche colorée 13 d’une couleur identique a la couleur du

corps de carte 15.

Cette étape d’application 204 est réalisée juste apres 'étape d’encapsulation 202.
Plus précisément, dans la chaine de production et & la suite de I'unité de production
réalisant I’encapsulation lors de I’étape 202, une unité d’application est installée et
réalise I’application de la couche colorée 13. Le fait que I'application de la couche
colorée 13 se fasse a ce moment permet de réduire I’impact de I’étape application 204
sur-le temps et les cofits du procédé de fabrication d’une carte a puce connu de ’homme

du métier.
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L’unité d’application peut, par exemple et préférentiellement, étre une unité
d’impression par tampographie (ou sfamping en anglais), c'est-a-dire une unité ou un
tampon encreur vient récupérer de 'encre sur une source et la déposer sur la résine de
protection 8, formant une couche d’une €paisseur de I'ordre de 10 a 15pm. Un méme
tampon encreur peut effectuer cette impression sur plusieurs modules électroniques 1
simultanément. Néanmoins, 'unité d’application peut tout & fait étre une unité
d’impression par sérigraphie, jet d’encre, une unité d’application d’une couche colorée

13 autocollante, ou tout autre moyen connu de I’homme du métier.

13

Parallélement et optionnellement, suite a I’étape 100 de fourniture du corps de
carte 15, une autre étape d’application 104 d’une couche colorée 13 peut étre réalisée au
fond de la cavité 17 du corps de carte 15. Cette autre étape d’application 104 peut
également étre réalisée par une unité d’impression par tampographie, sérigraphie, jet
d’encre, une unité d’application d’une couche colorée 13 autocollante, ou tout autre

moyen connu de ’homme du métier.

La derniére étape 300 du procédé de fabrication d’une carte & puce consiste en
une étape classique d’encartage, c'est-a-dire de mise en place et de fixation du module

électronique 1 dans la cavité 17 du corps de carte 15.

Ainsi, on voit bien que la carte a puce selon I’invention permet de diminuer la
visibilité¢ du ;nodule électronique 1, notamment de sa résine de protection 8, au travers
du corps de carte 15 du fait de la présence d’au moins une couche colorée 13 placée
entre le fond de la cavité 17 du corps de carte 15 et le module électronique 1. De plus la
mise en place de cette couche colorée 13 a un impact limité sur le temps et les cofits de

production du fait qu’elle est effectuée lors du processus d’encapsulation 210.
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REVENDICATIONS

Carte a puce comportant un corps de carte (15) et un module électronique (1)
placé dans une cavité (17) du corps de carte (15), caractérisé en ce qu’elle
comporte en outre au moins une couche colorée (13) placée entre le module

¢lectronique (1) et le fond de la cavité (17) du corps de carte (15).

Carte a puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couleur de la au

moins une couche colorée (13) est identique a la couleur du corps de carte (15).

Carte a puce selon la revendication 1, caractérisé en ce que le module
électronique (1) comporte une résine de protection (8) et qu’au moins une

couche colorée (13) est portée par ladite résine de protection (8).

Carte a puce selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’au moins une couche

colorée (13) est portée par le fond de la cavité (17) du corps de carte (15).

Carte a puce selon la revendication 1, caractéris€¢ en ce que la au moins une

couche colorée (13) est réalisée par impression d’une encre.

Procédé de fabrication d’une carte a puce comportant un corps de carte (15) et
un module électronique (1) placé dans une cavité (17) du corps de carte (15),
caractérisé en ce que ledit procédé de fabrication comporte au moins une étape
d’application (204) d’au moins une couche colorée (13) entre le module

électronique (1) et le fond de la cavité (17) du corps de carte (15).

Procédé de fabrication selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’au moins
une étape d’application (204) de la au moins une couche colorée (13) est réalisée

sur le fond de la cavité (17) du corps de carte (15).

Procédé de fabrication selon la revendication 6, caractérisé en ce que le module

électronique (1) comporte une résine de protection (8) et qu’au moins une étape
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10.

11.

d’application (204) de la au moins une couche colorée (13) est réalisée sur ladite

résine de protection (8).

Procédé de fabrication selon la revendication précédente, caractérisé en ce que
I’étape d’application (204) de la au moins une couche colorée (13) est réalisée
lors du procédé d’encapsulation (210), entre une étape d’encapsulation (202) du
module électronique (1) et une étape de contrle (206) dudit module

¢lectronique (1).

Procédé de fabrication selon la revendication 6, caractérisé en ce que 1’étape
d’application (204) de la au moins une couche colorée (13) est une étape

d’impression d’une encre.

Procédé de fabrication selon la revendication précédente, caractérisé en ce que

I"étape d’impression est réalisée par tampographie.



